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FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this amendment is based on the following documents:

CDV Report on voting

4/77Z0T9/CDV 4(12Z073/RVU

Full information on the voting for the approval of this amendment can be
on voting indicated in the above table.

aund in the report

The committee has decided that the contents of this publication ged until

* reconfirmed,

* withdrawn,

» replaced by a revised edition, or
*+ amended.

soldering heat
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4 Test apparatus and materials

4.2 Solder equipment
Replace the existing item d) with the following

d) Wave-solder equipment capable of maintaining the conditions of item 5.4.4 of
IEC 60749-20:2008.

5 Procedure

5.1 General

Replace the final sentence with the following:

However, the soak sequence in 5.5 needs to be consistent wi h Qr nforhation in
Tables 1 and 2.

5.5 Soak conditions for dry-packed SMDs

Replace the existing first sentence with the following
The following soak conditions shall apply:

5.5.1 Method A for dry-packed SMD C 60749-20

This shall bé. carkied out in accordance with 5.3.3.3, Method B, of IEC 60749-20:2008 and
Table 2 of'this standard

Table 2 — Required soak times in hours for method B, conditions B2 — B6 (MSL levels 3 -
6)

Delete the existing Table 2.

5.6 Method C for soak conditions for non-dry-packed SMDs in accordance with
IEC 60749-20

Re-title this subclause with the following:
5.6 Soak conditions for non-dry-packed SMDs in accordance with IEC 60749-20:2008

Replace the existing text of this subclause with the following:
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This shall be in accordance with 5.3.2 of IEC 60749-20:2008 and Table 3 of this standard.
Table 3 — Moisture soak conditions for non-dry-packed SMDs
Delete the existing Table 3.

Table — 4 Preconditioning sequence flows

Delete the number, the title and the subtitle and replace with the rollowing:

Table 1 — Preconditioning sequence flow — Method A (condition A2) in accordance ‘with
IEC 60749-20:2008 (dry-packed devices)

Change the heading of the new Table 1 as follows:

Sequence Condition A2 (

Table 4b - Preconditioning sequence flow f6
accordance with IEC 60749-20 (dry-packed deyice

(conditions B1-B5) in

Table 2 — Preconditioning sequence/flow —

with IEC 60749-20:2008 (dry-packed ev

B, (conditions B2-B6) in accordance

2 B2a, B3, B4, B5,
Sequence /\ ndh‘a{B} B5a B6

Y= Time of condition af floor life detailed in IEC 60749-20:2008

Table’ 4c — Preconditioning sequence flow for conditions C and D in accordance with
IEC760749-20 (non dry-packed devices)

Re-number and rename this table as follows:

Table 3 — Preconditioning sequence flow — Conditions A1 and B1 in accordance with
IEC 60749-20:2008 (non dry-packed devices)



https://iecnorm.com/api/?name=7003fa0c5c11c29ddb5c219250e5c3f2

60749-30 Amend. 1 © IEC:2011

—-5_

Change the heading of the new Table 3 as follows:

Sequence

Condition A1 or B1

o

@%
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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 47 de la CEIl: Dispositifs a semi-
conducteurs.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

CD\/ Rapport de vote
g

47/2019/CDV 47/2075/RVC

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur.le vote
ayant abouti a I'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas fié. ay date de
stabilité indiquée sur le site web de la CEIl sous "http://web N dansNes données
relatives a la publication recherchée. A cette date, la publicati

* reconduite,

* supprimée,

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

2 Références normati
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4 Appareillage d’essai et matériaux

4.2 Appareils de brasage
Remplacer le point d) existant par ce qui suit:

d) Appareil de brasage a la vague capable de maintenir les conditions du point 5.4.4 de la
CEI 60749-20:2008.

5 Procédure

5.1 Généralités

Remplacer la derniére phrase par ce qui suit:

Cependant, la séquence d’absorption d’humidité de 5.5 e Mvec les

> dessicant

dessicant conformément a la

Remplacerle texte de ce paragraphe par ce qui suit:

Cela_doit étre effectué conformément a 5.3.3.3, Méthode B, de la CEl 60749-20:2008 et du
Tableau 2 de la présente norme.

Tableau 2 — Temps d’absorption d’humidité exigés en heures pour la méthode B
conditions B2 — B6 (Niveau NSH 3- 6)

Supprimer le Tableau 2 existant.

5.6 Méthode C pour conditions d’absorption d’humidité pour CMS sous emballage
sans dessicant conformément a la CEl 60749-20

Renommer le paragraphe comme suit:
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5.6 Conditions d’absorption d’humidité pour CMS sous emballage sans dessicant
conformément a la CEl 60749-20:2008

Remplacer le texte existant de ce paragraphe par ce qui suit:

Cela doit étre conforme a 5.3.2 de la CEI 60749-20:2008 et au Tableau 3 de la présente
norme.

Tableau 3 — Conditions d’absorption d’humidité pour CMS sous emballage sans
dessicant

Supprimer le Tableau 3 existant.

Tableau 4 — Flux de séquence de préconditionnement

Supprimer la numérotation, le titre et le sous-titre et remplacer par

Tableau 1 — Flux de séquence de préconditionneme
conformément a la CEl 60749-20:2008 (dispositifs sous™e

Changer la tétiere du nouveau Tableau 1 par:

AN
Seaquence oz ¢

Tableau 4b - Flux de séquence de pré i t pour la Méthode B (conditions
B1-B5) conformément a Ja i ous emballage avec dessicant)

Renuméroter et renonj

Tableau 2 - FI@ : : g ditionnement — Méthode B (conditions B2-B6)
conformément a |6 20

B2a, B3, B4, B5,

Condition B2 B5a

B6

Supprimeria‘rangée’1 du nouveau Tableau 2.

Dans la derniére rangée du nouveau Tableau 2, ajouter la ligne:

AV = YT
T |=~av ]

A nditian—dlanai
T UtT UUTITUITtIivuITT U ©Irrv

Tableau 4c - Flux de séquence de pré-conditionnement pour condition C et D
conformément a la CEl 60749-20 (composants sous emballage sans dessicant)

Renuméroter et renommer ce tableau comme suit:

Tableau 3 - Flux de séquence de pré-conditionnement - Condition A1 et B1
conformément a la CEl 60749-20:2008 (composants sous emballage sans dessicant)
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Changer la tétiere du nouveau Tableau 3 comme suit :

Séquence

Condition A1 ou B1

o

@%
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